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1参考设计 

1.1 MCU 软核参考设计 

高云提供 MCU 软核参考设计 

Gowin GW1NS-2C MCU 

PACK\Gowin_GW1NS-2C_MCU_RefDesign\FPGA_RefDesign 

1.2 MCU 软件编程参考设计 

高云提供基于 ARM KEIL 和 GNU MCU Eclipse 的 MCU 软件编程参考

设计 

Gowin GW1NS-2C MCU 

PACK\Gowin_GW1NS-2C_MCU_RefDesign\MCU_RefDesign 
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2MCU 软核设计 

2.1 导入参考设计 

双击打开高云云源软件，选择菜单栏 File 列表中 Open 选项，选择上述

高云提供的 MCU 软核参考设计 gowin_empu，如图 2-1 所示。 

图 2-1 导入 MCU 软核参考设计 

 

 

参考设计工程包括以下文件，如图 2-2 所示。 

 gowin_empu.v：使用 IP Core Generator 产生的 MCU 软核，该参考设

计中已选择 UART0 和 GPIO 

 template.v：例化 MCU 软核模块的示例 

 gowin_empu.cst：物理约束，包括系统时钟端口、系统复位端口、UART0
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端口和 GPIO 端口的 IO 约束位置。 

图 2-2 参考设计工程 

 

 

MCU 软核产生方法请参考《GW1NS-2C MCU 硬件设计参考手册》。 

高云云源软件使用方法请参考《Gowin 云源软件用户指南》。 

物理约束文件产生方法请参考《Gowin 设计约束指南》。 

2.2 综合 

运行综合工具 Synplify_Pro，综合参考设计生成网表文件，如图 2-3 所

示。 
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图 2-3 综合参考设计 

 

综合工具使用方法请参考《Gowin 云源软件用户指南》。 

2.3 布局布线 

完成综合后，运行布局布线工具 Place & Route，布局布线产生码流文

件，如图 2-4 所示。 

图 2-4 布局布线 
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布局布线工具使用方法请参考《Gowin 云源软件用户指南》。 

2.4 烧录 

完成布局布线生成码流文件后，使用 Programmer 烧录码流文件到

FPGA Flash，如图 2-5 所示。 

图 2-5 烧录码流 

 

Programmer 使用方法请参考《Gowin Programmer 用户指南》。 

2.5 调试 

高云使用 GAO 在线逻辑分析仪调试 FPGA 设计。 

GAO 使用方法请参考《GAO 在线逻辑分析仪用户指南》。  
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3MCU 软件编程 

高云提供基于 ARM KEIL 和 GNU MCU Eclipse 的软件编程参考设计，

包括 

 LED 流水灯示例 

 LCD 显示示例 

 uC/OS-III 操作系统示例 

 FreeRTOS 操作系统示例 

 定时器示例 

 看门狗示例 

 串口调试示例 

3.1 导入参考设计 

双击打开 Eclipse IDE，选择菜单栏 File 列表中的 Open Projects from 

File System，导入参考设计 lcd，如图 3-1 所示。 
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图 3-1 导入参考设计 

 
 

3.2 编译 

点击工具栏编译按钮，编译参考设计，生成 MCU 镜像文件，如图 3-2

所示。 

图 3-2 编译 
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GNU MCU Eclipse 使用方法请参考《GW1NS-2C MCU IDE 软件参考手

册》。 

3.3 烧录 

3.3.1 配置烧录工具 

高云使用 Programmer 烧录 MCU 镜像文件。 

选择菜单栏 Run 列表中的 External Tools，选择 External Tools 

Configurations…，配置烧录工具路径为本地安装路径和需要烧录的 MCU 镜

像文件，如图 3-3 所示。 

图 3-3 配置烧录工具 

 

3.3.2 烧录 

完成烧录工具配置，点击工具栏烧录按钮，烧录 MCU 镜像文件到 MCU 

Flash-Rom，如图 3-4 所示。 
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图 3-4 烧录 

 

Programmer 使用方法请参考《Gowin Programmer 用户指南》。 

3.4 烧录 

高云支持两种 MCU 软件编程调试方法： 

 仿真器调试 

 串口调试 

3.4.1 仿真器调试 

GNU MCU Eclipse 支持 J-LINK 仿真器设定断点，进行单步调试。 

请参考《GW1NS-2C MCU IDE 软件参考手册》。 

3.4.2 串口调试 

使用串口和串口调试助手跟踪运行状态。 

请参考《GW1NS-2C MCU 串口调试参考手册》。 
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